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Moderne Elektronikplatinen = werden heutzutage hauptsachlich  mit
Bestiickungsautomaten bestiickt und anschlieBend im Reflowprozess gelétet.
Dies ermoglicht eine hohe Bauteildichte auf kleinstem Raum. Die hohe
Warmeentwicklung macht dabei vielen Entwicklern oft einen Strich durch die
Rechnung.

+  REDCUBE SMD sind das Ergebnis der konsequenten
Weiterentwicklung unserer Produkte im Sinne unserer
Kunden. REDCUBE SMD vereinen die Vorteile der
SMD Bestlickung im Zusammenspiel mit der
Hochstromtechnik. Die REDCUBE SMD Terminals
kénnen in sekundenschnelle von der Rolle auf die
Leiterplatte mit allen anderen SMD-Bauteilen bestiickt
und anschlieBend mittels Reflowprozess gelbtet

werden.

« Durch eine groBflachige Anbindung an das Pad
werden geringe Ubergangswiderstande und eine
niedrige Eigenerwarmung erreicht. Abh&ngig vom
Layout sind Strédme bis zu 70A mdglich. Gleichzeitig
bieten die Bauteile sehr hohe Haltekrafte und
Drehmomente.

Geringe Ubergangswiderstande ermdglichen

niedrige Temperaturen auf der Leiterplatte
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Der Bestlickungsprozess von REDCUBE SMD kann sowohl manuell als auch
voll automatisch erfolgen.

+ FUr Klein- oder Musterserien ist ein Aufsetzen von Hand mdglich. Dabei a
ist bei REDCUBE SMD mit Durchgangsgewinde darauf zu achten, dass Qs\’
beim Setzen keine Lotpaste in das Gewinde eindringt.

» Fir den vollautomatischen Bestlickungsprozess sind REDCUBE SMD
Terminals auf der Rolle verpackt und somit wie andere SMD Bauteile
verarbeitbar. REDCUBE SMD Terminals werden mit einer Ansaugpipette
aus dem Gurt angesaugt und sehr genau auf die Leiterplatte gesetzt.
Das Ansaugen wird durch die Ansaugflache, das Gewicht des Bauteils
und den erzeugten Unterdruck der Ansaugpipette definiert.

* Um eine problemlose Verarbeitung mit allen Bestlickungsautomaten zu
gewdhrleisten sind REDCUBE SMD mit einer Kaptonfolie oder
Ansaugkappe ausgestattet. Die Ansaugkappe ist aus LCP Material und g
wurde speziell fur den Lotprozess entwickelt. Nach dem Loten kann die
Kappe bzw. die Kaptonfolie entsorgt werden. Zum besseren Abziehen .
wurde die Kaptonfolie speziell mit einer Lasche ausgefiihrt. REDCUBE v ’@
SMD mit M4 AuBengewinde erhalten keine Ansaugkappe, da im
Gegensatz zum M3 Gewinde die Ansaugflache ausreichend groB ist.




Beschichtung

Zinn ist nicht gleich Zinn!

In der Galvanik gibt es viele Mdglichkeiten den
Beschichtungsprozess durch Vor- und Nachbehandlungen sowie
Zugabe von organischen Zusatzen, wie Oxidationsstabilisatoren,
Kornverfeinerer und Glanzbildner, zu beeinflussen. Daher ist verzinnt
nicht gleich verzinnt. Eine falsche Beschichtung kann wie im Bild
rechts dargestellt zu Verfarbungen, Zinnabplatzungen und
schlechtem Létergebnis fihren.

Das optimale Lotergebnis:
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Lét-Ergebnis: ungeeignete
Létoberflache

+ Fir REDCUBE SMD wurde eine spezielle Létoberflache entwickelt. In vielen Versuchsreihen wurden
unterschiedliche Zinnbeschichtungen untersucht, um eine optimale Benetzung, besten Haltekréfte

und Lotbarkeit mittels Hot-Air Reflow zu garantieren.

+ Fur optimale Lotergebnisse ist die Wahl einer geeigneten
Sperrschicht und eine auf das Bauteilvolumen angepasste
Schichtdicke entscheidend. Zu hoher Zinnauftrag auf der
Oberflache kann unter anderem Zinnanhaufungen, die
sogenannte Orangenhaut, und Aufschmelzen der Oberflache im
Létprozess verursachen. Wir spater der Kabelschuh an den
REDCUBE SMD angebunden, kann dies zu deutlich héheren
Ubergangswiderstanden an der Kontaktstelle fihren.

Lét-Ergebis: zu viel
Zinn

« Zu wenig Zinnauftrag dagegen flhrt zu einem schlechteren Benetzungsergebnis und kann sich
negativ auf die Lufteinschiisse (siehe Bild unten) in der Lotstelle auswirken. Die Lufteinschiisse sind
aufgrund der groBen Auflageflache nicht auszuschlieBen, da aber die Haltekrafte maBgeblich Uber
die Meniskusausbildung definiert werden, sind diese in der Praxis weniger kritisch.

Lét-Ergebini: Zu wenig Zinn
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Das Loétendergebnis wird von sehr vielen Faktoren beeinflusst. Um eine optimale Loétstelle zu
erhalten sollten im gesamten Verarbeitungsprozess viele Variablen berlicksichtigt werden. Eine
saubere Benetzung und gut ausgebildeter Meniskus sind maBgeblich fir die Haltekrafte und geringe
Ubergangswiderstande auf die Leiterplatte.

. Lotzinn:

Bauteil .
Oberflache Bl_el, :
Bleifrei

Perfekte

Lotschablone

Lotstelle

" Lotzinn
PadgréBe Vi

Pad
Oberflache




Padgeometrie

Neben der speziellen Lotoberflaiche wird die Haltekraft
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Terminals auch uber die richtige Padgeometrie bestimmt.

Das Lotergebnis sowie die daraus resultierenden Haltekrafte setzen eine
optimale Padgeometrie voraus. Die PadgréBe wurde ausgehend von IPC TM
650 bzgl. Haftfestigkeit von Kupferlagen auf FR4 speziell auf das Bauteil
abgestimmt, i.d.R. sind keine weitere MaBnahmen beim Layoutdesign
notwendig (Bild 1).

Sollte eine héhere Festigkeit gefordert sein gibt es einige einfache Mdglichkeiten
die Stabilitdt des Pads zu verbessern. Der einfachste Weg ist es die
Kupferflaiche gréBer als das Loétpad festzulegen. Durch die gréBere
Kontaktflaiche des Pads zum FR4 Material wird eine grdBere Stabilitét erreicht
(Bild 2).

Zusétzlich zu dem gréBeren Lotpad kann die Kupferflache auBen mit Vias
(Durchkontaktierungen) gestaltet werden. Ein Via wirkt in diesem Fall wie ein
.Niet und erhéht die Anbindung des Loétpads an das Basismaterial der
Leiterplatte. (Bild 3)

Eine ebenso beliebte Methode SMD Pads zu verstarken ist das Setzen der Vias
direkt in das Pad. Hier ist darauf zu achten, dass das fllssige Létzinn durch die
Vias nach unten abflieBen kann und ggf. nicht ausreichend Létzinn flr die
Létstelle zur Verflgung steht. (Bild 4)

Schablone

Die Létschablone (Bild 5) sollte wie in jedem REDCUBE SMD Datenblatt
spezifiziert ausgefuhrt werden. Die Bohrungen in der Leiterplatte missen durch
die Létschablone abgedeckt werden, damit kein Létzinn in die Bohrungen
gelangt.

Solder Pad Solder Pad Solder Pad

Non plated through Non plated through
hole hole

s @& &

Die Bohrung in der Leiterplatte fiir den Zentrierpin und die Schraube darf nicht
durchkontaktiert sein! (Bild 6)

von REDCUBE SMD

F

Bild 1
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Mit der Messung der Abrisskraft soll eine Belastung an REDCUBE SMD simuliert werden, ahnlich
einem starken Ziehen am Kabel, wenn der Kabelschuh am Bauteil angeschraubt ist. In zahlreichen
Versuchen wurden die Abrisskréfte des Bauteils von der Leiterplatte, indem in 5mm Abstand eine Kraft
aufgebracht und gemessen wurde, ermittelt. Die Kraft wurde bis zum Abriss linear erhoht.

Uber die Drehmomentformel M=F*/ |4sst sich somit die Abrisskraft fiir jede andere Lange bestimmen.

Im unteren Diagramm sind die Abrisskrafte fir REDCUBE SMD mit einem Sacklochgewinde
dargestellt. Die max. Abrisskraft lag bei 745N, das heiBt, dass ein Gewicht Gber 70kg am Kabel hdngen
muss, damit ein REDCUBE SMD von der Leiterplatte abgerissen wird. Im Durchschnitt lagen die
meisten Werte Uber 500N.

o 0.2 0.4 0.6 08 1 12 14 16 2.2 24 26 28 3 32 34 36 8

18 2
Palh/ Weq [mm]

Geht man bei einem guten Sechskantcrimp am Rohrkabel-schuh von einer typischen Haltekraft von
60N/mm? aus, wirde bei einem Querschnitt von 2.5mm?2 das Kabel bereits bei 150N aus dem
Kabelschuh rausrutschen. Bei Quetschkabelschuhen ist dieser Wert noch geringer.
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Durch das Bohrloch in der Leiterplatte fallen die Abrisskrafte bei REDCUBE SMD mit
Durchgangsgewinde aufgrund der geringeren Auflageflache am Pad geringer aus.Im unteren Diagramm
sind die Abrisskrafte dargestellt. Die max. Abrisskraft lag bei 410N. Im Durchschnitt lagen die Werte
tber 300N.

400|

350|

300|

100|

50|

05 05
Path / Weg [mm]
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REDCUBE SMD bieten eine groBflachige Anbindung und Ubertragung hoher Stréme in Leiterplatten.
Um eine mechanische Zerstérung der Elemente zu verhindern sind die max. zulassigen Drehmomente

zu beachten!

Mechanische Eigenschaften fiir Messing (Richtwerte):

+  Werkstoff: CuZn39Pb3

+ Scherfestigkeit: 350 N/mm?2
» Zugfestigkeit: 480 N/mm?

« Streckgrenze : 340 N/mm?2

» Dehnung: 20%

«  E-Modul: 96 kN/mm?2

* Torsionsmodul: 32 kN/mm? (Schubmodul)

Tabelle fiur REDCUBE SMD

GewindemaRB (metrisch) M3 M4 M3 M4
through through closed closed
thread thread thread thread

Max. Anzugsdrehmoment [Nm] * 0,5 1,2 0,5 1,2

Min. Bruchdrehmoment [Nm] ** 3,0 2,9 3,8 3.8

Max. Bruchdrehmoment [Nm] 4.1 3,9 4,6 4,6

Mittelwert Bruchdrehnmoment (30Stk.) [Nm] 3,6 3,5 43 43

*In Anlehnung an die DIN267 Teil 25 (Bruchdrehmomente); Werte fiir Messingwerkstoff (MS 63)

** Ermittelte Werte (Drehmomente). Bei diesen mechanischen Belastungen ist von einer Zerstérung der
Bauteile oder der Létstelle auszugehen. Die Bauteile dirfen keinesfalls Uber diese Werte belastet
werden.

Das Bruchdrehmoment ist stark abhangig von der Qualitat der Lotstelle und der verwendeten Schraube.
Wie aus der Tabelle ersichtlich Ubersteigt das Bruchdrehmoment um vielfaches das vorgeschriebene
Anzugsdrehmoment.

REDCUBE SMD durfen lediglich mit den Werten aus der Zeile max. Anzugsdrehmoment geman
Tabelle belastet werden!



Stromtragfahigkeit
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Durch die groBflachige Anbindung der REDCUBE SMD Terminals an das Létpad
werden niedrige Ubergangswiderstinde erreicht. Dies gewahrleistet geringe
Warmeentwicklung und beginstigt das Gesamttemperaturverhalten auf der

Platine.

Es wurden Strome bis zu 100A mit mehrlagigen Leiterplatten und dicken Kabelquerschnitten erreicht. In
vielen Féllen ist der Kabelquerschnitt der begrenzende Faktor. Ein 4mm?2 Kabel ist nach VDEQ100 f(r
max. 42A Dauerstrom bei 20°C verwendbar. Demnach wirde das Kabel den Strom friiher begrenzen

als der REDCUBE SMD.

Die unten dargestellte Deratingkurve wurde mit 6mm?2 und einer 2 x 70um Leiterplatte gemessen.

100

90
THR 10x10mm

80

70 SMD @9mm

60

THR 7x7mm & SMD
50 /—

Derating REDCUBE THR & SMD Terminals*

~——THR 10x10mm

Current (A)

40

30

20

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Ambient Temperature (°C)

~——SMD @9mm

THR 7x7mm
SMD @7mm

130 140 150
*tested with 4-layers 105um Cu PCB

Die Stromubertragung in die unteren Lagen kann, wie unten auf den
Bildern dargestellt, Gber die zusétzlichen Vias erfolgen. 0.3-0.4mm
Durchmesser und min. 25um Aufkupferung pro Via sind zu
empfehlen. Bei Strdmen Gber 70A wird die Stromverteilung in die
unteren Lagen problematisch, da die Vias in Ihrer Stromtragfahigkeit
begrenzt sind und sehr viel Platz auf der Platine benétigt wird.

Daher empfiehlt es sich fiir noch hoéhere Strome auf REDCUBE
PRESS-FIT zu wechseln. Die Einpresstechnik bietet nach wie vor
uniibertroffen niedrige Ubergangswiderstdnde und noch besseres
Temperaturverhalten.
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Das platzsparende Design von REDCUBE SMD vereint die Vorteile der SMD-
Montage mit der Hochstromtechnik.

REDCUBE SMD

+ Material: Messing

» Oberfléache: Verzinnt

+ Hitzebestandigkeit: bis zu 150°C

* Anzugsdrehmoment: M3 (0.5Nm), M4 (1.2Nm)

Eigenschaften Anwendungen

+ Hohe Stromtragféhigkeit und hohe Haltekréfte - Platzsparende Leiterplatten Designs

» Schnelle und automatische Bestlickung . Létbare Wire-to-Board Verbindungen im

+ Geringere Rustzeit und Ristkosten Hochstrombereich  mit  Fokus  auf
+ Hohe Packungsdichte automatisierte Bestlickung

+ Geringer Ubergangswiderstand und minimale

Eigenerwdrmung

Order Code Order Code Reel Diameter Tc_otal Body Th|_'ead So_cket/Pin Thread | Format Type Current |
Bulk height | length size Diameter length type
A B C D E F (A)
(mm) (mm) | (mm) | (mm) (mm) (mm)
746 600 330 746 600 330R 7 4 3 M3 4 4 A Bush 50
746 600 430 746 600 430R 7 4 3 M4 5 4 A Bush 50
746 600 3 746 600 3R 7 6 5 M3 4 6 A Bush 50
746 600 4 746 600 4R 7 6 5 M3 5 6 A Bush 50
746 600 5 746 600 5R 9 6 5 M5 6 6 A Bush 70
746 610 3 746 610 3R 7 7.8 7 M3 1 4 B Bush 50
746 610 4 746 610 4R 7 7.8 7 M4 1 4 B Bush 50
746 610 5 746 610 5R 9 7.8 7 M5 1 4 B Bush 70
746 620 3 746 620 3R 7 7 7 M3 - 4 C Bush 50
746 620 4 746 620 4R 7 7 7 M4 4 C Bush 50
746 620 5 746 620 5R 9 7 7 M5 - 4 C Bush 70
746 611 3 746 611 3R 7 8.8 8 M3 1 5 D Shank 50
746 611 4 746 611 4R 7 8.8 8 M4 1 5 D Shank 50
746 621 3 746 621 3R 7 8 8 M3 5 E Shank 50
746 621 4 746 621 4R 7 8 8 M4 5 E Shank 50
Type A Type C Type E
D D D
| s
<
w ol w z
5 il ° 5 =
> —
E
: - x :
(o)

> Alle aufgefuhrten Artikel sind in unserem Electronic Interconnect & Electromechanical Solutions — Katalog
zu finden.
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Die neue REDCUBE SMD 90° Variante ermoglicht gewinkelte stromfiihrende
oder rein mechanische SMD Bord-to-Board Verbindungen im 90° Winkel.

REDCU.BE SM.D & :~>:

* Material: Messing { N 4 ®

* Oberflache: Verzinnt \/ Q/ = %/
+ Hitzebestandigkeit: bis zu 150°C \l’ \‘;4}

* Anzugsdrehmoment: 0.4Nm

Eigenschaften Anwendungen

+ Hohe Stromtragféhigkeit und hohe Haltekréfte . Befestigung von Kabel oder Verbindung
» Schnelle und automatische Bestlickung von Leiterplatten im 90° Winkel

» Geringere Rustzeit und Ristkosten « Befestigung von Leiterplatten im 90°
+ Hohe Packungsdichte Winkel an Geh&use

+ Geringer Ubergangswiderstand und minimale

Eigenerwdrmung

| PCS Length Width Height Thread Inner
Order Code Bulk Order Code Reel L w H i D - Current |

(A)

per Reel (mm) (mm) (mm) (mm)
746 630 3 746 630 3R 1600 7 5 5 M3 - 50
746 630 0 746 630 OR 1600 7 5 5 - 3.3 50
746 631 3 746 631 3R 1000 5.5 4.33 7 M3 - 50
746 6310 746 631 OR 1000 5.5 4.33 7 3.3 50

746 630 3 746 630 0 746 631 3 746 6310
3 detail B 3 detail B

A sectional drawing A-A A sectional drawing A-A
{ §
- _ o (1) - e
i1 A b 1 1k
A —=] ! *LLQQ A f M

7.0
7.0

> Alle aufgefuhrten Artikel sind in unserem Electronic Interconnect & Electromechanical Solutions — Katalog
zu finden.




Produktvorschau
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Die neue Produktiserie REDCUBE THR kombiniert den Vorteil von THT - die
hohe mechanische Stabilitat — mit zeitsparender Pick & Place Bestickung und

effizientem Reflow-Lotverfahren.

Das besondere Pindesign von REDCUBE THR
beste
Stromtragféhigkeit bis 85A. Die Kontakte von
REDCUBE THR werden aus dem Vollen gefrést.
Dies erklart den deutlich héheren Strom und
héhere Anzugsdrehmomente

garantiert

Létergebnisse

gestanzten Kontakten.

REDCUBE THR

+ Material: Messing

» Oberflache: verzinnt
+ Hitzebestandigkeit: bis zu 150°C
* Anzugsdrehmoment: M3 (0.5Nm), M4 (1.2Nm), .

M5 (2.2Nm)

Order Code
Bulk

746 500 73
746 500 74
746 500 94
746 550 95
746 501 73
746 501 74
746 501 94
746 501 95
746 511 73
746 511 74
746 511 75
746 511 94
746 511 95

im Vergleich zu

und

Eigenschaften und Anwendungen

Through Hole Reflow Létverfahren

Geringere Rustzeit und Ristkosten

Hohe Anzugsdrehmomente

Geringe Bauhbhe

Létbare Wire-to-Board Verbindungen

i
=0
B

746 500 73 & 746 500 74

Order Code Thread Pins Type Current |
Reel b c d f e

(mm) | (mm) (mm) (mm) (A)
746 500 73R 5.5 3 2.5 M3 4 Bush 50
746 500 74R 5.5 3 2.5 M4 4 Bush 50
746 500 94R 6 3.5 3 M4 8 Bush 85
746 550 95R 6.5 4 3.5 - M5 8 Bush 85
746 501 73R 8.5 6 3.5 3.5 M3 4 Bush 50
746 501 74R 9 6.5 4 4 M4 4 Bush 50
746 501 94R 9.5 7 4 4 M4 9 Bush 85
746 501 95R 9.5 7 4 4 M5 9 Bush 85
746 511 73R 11 8.5 4 - M3 4 Shank 50
746 511 74R 11 8.5 4 M4 4 Shank 50
746 511 75R 13 10.5 4 M5 4 Shank 50
746 511 94R 11 8.5 9 M4 9 Shank 85
746 511 95R 13 10.5 9 M5 9 Shank 85

746 500 94 & 746 550 95 | 746 501 73 & 746 501 74 | 746 501 94 & 746 501 195 | 746 511 94 & 746 511 195
T T®T TR TR
i e s e
e L =,

sectional drawing A-A
e

/an
L\

R
&

> Alle aufgefuhrten Artikel sind in unserem Electronic Interconnect & Electromechanical Solutions — Katalog

zu finden.
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Die Zuverlassigkeit von REDCUBE SMD Terminals wurde mehrmals in
verschiedenen Qualifizierungen, Tests und in der Praxis unter Beweis gestelit.

Five Time Reflow Test nach:
- J-STD-020D

Lotbarkeit nach:
« JESD22-B102

Umweltprifungen nach:
* MIL-STD-202, Method 107

v Thermal Shock, -55°C/+150°C, 500 Zyklen
* MIL-STD-202 Method 106

v" Moisture Resistance, 65+2 °C, 95%RH, 500h

Mechanische Priifungen nach:
« MIL-STD-202, Method 204:
v" Vibration, 10g’s for 20 minutes, 15 Hz to 2000 Hz, 12 cycles per axis

Elektrische Priifungen nach:

« IEC 60512-2-1 Steckverbinder fir elektronische Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren - Teil 2-1:
Prifungen des elektrischen Durchgangs und Durchgangswiderstandes; Prifung 2a:
Durchgangswiderstand; Millivoltmethode

+ IEC 60512-2-5 Steckverbinder fur elektronische Einrichtungen - Mess- und Prifverfahren - Teil 5-2:
Prifungen der Strombelastbarkeit; Priifung 5b: Strombelastbarkeit (Derating-Kurve)

> RED zeigen eine sehr hohe Zuverldssigkeit

» Die Anforderungen der einschldgigen Normen werden weit (bertroffen
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more than you expect

www.we-online.com

Wiirth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

Max-Eyth-Str.1 Tel.: +49 (0) 79 42 945 5292
74638 Waldenburg Fax: +49 (0) 79 42 945 5329
www.we-online.de eiCan@we-online.de

Die zur Verfligung gestellten Informationen sind nach unserem Wissen genau und zuverléssig, jedoch nimmt Wiirth Elektronik eiSos
keine Verantwortung flir den Einsatz in einer Anwendung, die nicht den vorliegenden Spezifikation entspricht. Wiirth Elektronik eiSos
behalt sich das Recht vor, Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu &ndern. MaBanderungen sind
vorbehalten. MaBe, Daten, Abbildungen und Beschreibungen entsprechen dem neuesten Stand bei Herausgabe dieses Kataloges,
sind aber unverbindlich! Anderungen sowie auch Irrtiimer und Druckfehler sind vorbehalten.
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